Platinenerstellung
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1. Herstellung der Belichtungsvorlage:

EAGLE
TARGET
2. Basismaterial 
Hartpapier (Pertinax):  leicht brennbar
FR- 2 ( Phenolharz- Hartpapier):   nicht qualitativ
FR-3  (Epoxydharz- Hartpapier):   umweltfreundlich 
FR-4( Epoxyd- Hartpapier):  geringe HF- Verluste

CEM-1 ( Epoxyd- Hartpapier): besser zum Bohren
3. Belichtung der Platine:
Verarbeitung beim gedämften Tageslicht
3.1. mit Beleuchtungsapparat:
Schalterstellungen am Gerät :
- Vakuum ein

- Ventilator aus

- Kopie oben aus

- Kopie unten ein

Belichtungszeit:  Klarsichtfolien ca. 45 Sekunden
matte Layotfolien 2,5 Minuten benötigen.

3.2. ohne Belichtungsapparat
OSRAM Nitrophat S250W
Vitalux 300 W
Philips HPR 125
Belichtunsgszeit: je nach Lampe 30Sekunden bis 2 Minuten. 
 Abhängig von Entfernung und verwendete Abdeckung ( Glasart).
3.3. Belichtung mit Sonnenlicht:
Ausnutzung des UV-Anteils des Sonnenstrahls

Belichtungszeit:  2-10 Minuten.

4. Entwicklung
4.1. Entwicklungsflüssigkeit:
NaOH- freie Spezialentwickler, da umweltfreundlich.

Z. B.  7g Ätznatron in 1Liter Wasser auflösen

Entwicklungskonzentrat, das vor Gebrauch gut geschüttelt und im Verhältnis 1:10 verdünnt werden muss.

4.2. Entwicklungsvorgang:

Platine mit der belichteten Seite nach oben in die Entwicklerflüssigkeit .

Mit Wasser abspülen und trocknen.
Dauer: 3 Minuten 
5. Ätzen:

5.1. Ätzflüssigkeit:
Eisen-III- Chlorid :Schlammbildung, Verschmutzung von Gerät und Kleidung.

Feinätzkristall: Ammoniumfrei, mehrfach anwendbar

bewirkt die geringste Unterätzung und damit gute Konturschärfe.
Natriumpersulfat: wandelt Kupfer in Kupfersulfat um.
Unterätzung an den Leiterbahnrändern.

Kupferchlorid: umweltfreundlich
5.2. Ätzen mit der Ätzmaschine:
Für das ISEL- Ätzgerät TYP 2 sind folgende Einstellungen notwendig: 

- Die Heizung auf maximal 40 Grad einschalten
- Die Luftzufuhr langsam aufdrehen

- Darauf achten, dass der Abzug eingeschaltet ist

5.3. Ätzvorgang:
Meistens wird der Ätzvorgang zuerst am Rand der Platine erkennbar. Wenn das Basismaterial sichtbar wird, bedeutet das, dass der Ätzvorgang eingesetzt hat. Nach dem Wegätzen der letzten „ Kupferinseln“ kann die Platine aus dem Gerät entnommen werden.
5.4 Ätzen ohne Maschine:
6. Reinigung der Platine:

Fotoschichtkonturen an Leiterbahnen mit Aceton, Alkohol oder Spiritus entfernen.
ODER; 
Die Platine nocheinmal unter das Belichtungsgerät legen( ohne Vakuum) ,entwickeln und mit Wasser spülen sowie trocknen.

Zum Schluss...
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